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삼성전기, 반도체용 기판 1위 도전
부산에 플립칩 2라인 신규건설 … 2008년 기판부문 세계 1위 기대 

삼성전기가 반도체용 기판(플립칩기판) 전용라인을 건설하는 등 세계 1위 반도체용 기판 생산기업으로 등극

하기 위해 주력하고 나섰다.

삼성전기는 휴대폰 기판 부문에 이어 반도체용 기판 부문에서도 2008년 세계 1위에 등극할 것이라고 7월13

일 발표했다.

삼성전기 관계자는 “플립칩기판은 금속선의 와이어본딩 대신 조그마한 돌기 모양의 범프로 반도체와 연결하

도록 제작된 기판으로, 기판을 사용하면 열과 전기 소모가 적고 신호처리 속도가 빨라져 주로 CPU와 칩셋 등 

고성능 반도체를 패키징하는데 사용된다”고 설명했다.

삼성전기는 이를 위해 2008년까지 총 3805억원을 투자해 부산사업장에 플립칩 2라인을 신규 건설해 2007년 

하반기 생산에 들어가기로 했다.

5000여평 부지에 연건평 1만5000여평에 건립되는 플립칩 2라인은 월 1300만-1500만개 생산규모로, 삼성전기

는 기존의 부산, 대전사업장을 포함해 총 2400만-2600만개 수준의 월 생산능력을 갖추게 된다.

삼성전기는 “삼성전기의 단일제품 및 국내 기판업계 사상 최대의 투자금액”이라며 “일본, 타이완 등 경쟁기

업들과 동등한 생산능력을 갖추게 돼 2008년 기판부문 세계 1위 등극이 가시화될 것”이라고 기대했다.

삼성전기 기판사업부장 송광욱 전무는 “2003년부터 시작한 플립칩기판 사업이 물량 증가와 품질 개선으로 

2005년부터 안정적인 수익성을 확보하고 있다”며 “사업 초기 전체 기판의 3%였던 매출 비중도 2006년 17%까

지 확대되는 등 새로운 캐시카우로 발돋움할 것”이라고 강조했다.

삼성전기는 2004년 발표한 비전을 통해 소재, 무선고주파, 광기술 등 3대 전략기술을 중심으로 기판, 카메라

모듈, MLCC를 1위 육성품목으로 선정해 투자의 60% 이상을 집중하고 있다.

한편, 시장조사기관인 프리스마크에 따르면, 2006년 7억9500만개인 플립칩기판 시장은 2010년 16억4000만개

로 연평균 22%의 가파른 성장세가 지속될 전망이다. (서울=연합뉴스) <저작권자(c)연합뉴스-무단전재․재배포 금지>
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